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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公開番号】特開2017-103380(P2017-103380A)
【公開日】平成29年6月8日(2017.6.8)
【年通号数】公開・登録公報2017-021
【出願番号】特願2015-236365(P2015-236365)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/40     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   23/28     　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   23/40     　　　Ｅ
   Ｈ０２Ｍ    7/48     ＺＨＶＺ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月27日(2018.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、前記第１面と反対側を向く第２面と、を備え、放熱作用を有する板部と、
　前記板部の前記第１面上に配置された複数の半導体デバイスと、
　前記板部の前記第１面上に配置され、前記複数の半導体デバイスを駆動する複数のドラ
イブ回路と、
　前記板部の前記第１面上に配置され、入力される電圧を前記ドライブ回路から電気的に
絶縁状態とする絶縁部と
　を備える半導体モジュール。
【請求項２】
　前記複数のドライブ回路は、
　第１の駆動信号を第１の電圧で出力する第１のドライブ回路と、
　第２の駆動信号を前記第１の電圧よりも低い第２の電圧で出力する第２のドライブ回路
と、を少なくとも備える、請求項１に記載の半導体モジュール。
【請求項３】
　前記複数の半導体デバイスは、
　前記第１の駆動信号を入力する第１の半導体デバイスと、
　前記第２の駆動信号を入力する第２の半導体デバイスと、を少なくとも備える、請求項
１又は２に記載の半導体モジュール。
【請求項４】
　前記入力される電圧は、前記ドライブ回路に供給される電源電圧であり、
　前記絶縁部は、トランスを備える、請求項１～３のいずれか１項に記載の半導体モジュ
ール。
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【請求項５】
　前記第１の駆動信号及び前記第２の駆動信号は、前記絶縁部を介して前記ドライブ回路
に入力される、請求項４に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　前記複数の半導体デバイスは、ＳｉＣ系ＭＯＳＦＥＴを備える、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の半導体モジュール。
【請求項７】
　前記複数の半導体デバイスは、ＧａＮ系ＦＥＴを備える、請求項１～５のいずれか１項
に記載の半導体モジュール。
【請求項８】
　前記複数の半導体デバイスは、ＩＧＢＴを備える、請求項１～５のいずれか１項に記載
の半導体モジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体モジュール
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本実施の形態は、半導体モジュールに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本実施の形態は、放熱特性に優れ、モジュール化が容易であり、小型化にとって好適な
半導体モジュールを提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本実施の形態の一態様によれば、第１面と、前記第１面と反対側を向く第２面と、を備
え、放熱作用を有する板部と、前記板部の前記第１面上に配置された複数の半導体デバイ
スと、前記板部の前記第１面上に配置され、前記複数の半導体デバイスを駆動する複数の
ドライブ回路と、前記板部の前記第１面上に配置され、入力される電圧を前記ドライブ回
路から電気的に絶縁状態とする絶縁部と、を備える半導体モジュールが提供される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本実施の形態によれば、放熱特性に優れ、モジュール化が容易であり、小型化にとって
好適な半導体モジュールを提供することができる。
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